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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

感光性モールド樹脂を使った積層チップの初期検討として、他施設を利用して2層
配線TEGを試作し、産業技術総合研究所ナノプロセシング施設(NPF)の設備を利用
して配線抵抗測定や配線ショートチェック、耐圧測定などを行った。その結果、配
線間でショートが確認されたため不良解析を行った。本報告では、その解析結果に
ついて述べる。

実験
Experimental

デバイスパラメータ評価装置で一連の測定を行った。ショートが確認されたTEGに
ついて配線間の断面が確認できるように劈開後、クロスセクションポリッシャ―に
て断面加工し、断面SEM観察とEDX分析を行った。

結果と考察
Results and Discussion

平面及び断面観察で明確な異常が認められなかったためEDX分析を実施した結果、
配線間にTi(バリアメタル由来)の存在を確認した(図1)。今回の試作では配線はウェッ
トエッチングで加工しているが、ウェットエッチングがアンダーエッチであったた
めバリアメタル残りが発生し、ショートに至ったと考えられる。
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図1 EDX分析結果
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